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摘要:Cr(Ⅵ )对环境和人体健康有严重的危害 ,因此 ,促进了三价铬镀铬研究的发展 。三价铬镀铬
与 Cr(Ⅵ )镀铬相比 ,具有很多优点。但是 ,三价铬镀铬要广泛应用 ,仍需要解决一些问题如镀液成
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Cr(Ⅵ )的毒性大约是三价铬的 100倍 ,如果水
中的 ρ[ Cr(Ⅵ )] >0.1 mg/L,就会对人体产生危害 。





代Cr(Ⅵ )电镀 ,电镀工作者进行了许多研究 ,包括
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度高时 ,阳极有氯析出 ,污染较重 ,且对设备腐蚀严
重 。硫酸盐体系虽然在镀液的导电性 、分散能力 、覆
盖能力 、电流效率和光亮电流密度范围等方面相对
氯化物体系优势不明显 ,但却拥有氯化物所不具有
的明显优势 ,即阳极没有氯析出 ,无污染 ,对设备腐
蚀小





















Br2的逸出和 Cr(Ⅵ )的产生 ,扩大电镀光亮电流密
度范围。













;阳极为石墨 、铅 、铅合金 、不锈
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2)镀液铬的含量低 , 仅为 Cr(Ⅵ )的 1/5 ～
1/10,带出损失少 ,污水处理简单;







































































铬镀铬的一个关键因素 。 Cr(Ⅵ )是镀液中较为敏
感的一种杂质 ,一般 ρ[ Cr(Ⅵ )]的允许范围在 0.05
～0.07g/L。镀液中少量的 Cr(Ⅵ )就会导致低电流






























































































铁氧体电极并电解一段时间后 ,可使 Cr(Ⅵ )的质量
浓度减少至允许范围内 ,可有效地抑制或完全消除


































2)镀液 pH尤其是阴极表面层附近 pH升高 ,导










































2)选择更好的缓冲剂 ,维持镀液的 pH稳定 。
3)加快镀液的循环搅拌和阴极附近镀液的流
























































































的成功 ,其阴极电流效率及沉积速度都比 Cr(Ⅵ )镀
铬高 ,并在很多国家已用于工业化生产 。在三价铬
镀液镀硬铬上 ,其工艺也取得了突破性进展 ,镀层质
量已和 Cr(Ⅵ )镀液所得铬镀层接近 。三价铬镀铬
在环保方面远远超过了 Cr(Ⅵ )镀铬 。因此 ,三价铬
镀铬势在必行。
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